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Abstract (en)
[origin: US4868978A] A method and apparatus for equipping micropacks on a substrate wherein the micropacks are supplied on a band from a
supply reel and are cut from the band in a cut-out device. As the micropack is cut, a suction pipette or suction head of a positioning device engages
the micropack as it is cut so that the orientation of the cut micropack is always known. The method and apparatus may include a bending or shaping
of the external contacts of the micropack prior to the micropack being cut from the band.

Abstract (de)
Zur Bestückung von Substraten mit Mikropacks (Mp) werden diese in einem Zuführmodul (Zm) in Bandform von einer Vorratsrolle (Vr) abgezogen
und in einer Ausschneideeinrichtung (Ae) aus dem Band (B) ausgeschnitten. Ein Bestückkopf nimmt dann mit einer Saugpipette bzw. einem
Saugpipettenadapter (Spa) die ausgeschnittenen Mikropacks (Mp) unmittelbar in der Schneidplatte (Sdp) der Ausschneideeinrichtung (Ae) auf und
setzt sie dann in einer vorgebbaren Bestückposition auf dem Substrat ab. Durch die Aufnahme der Mikropacks (Mp) in der Schneidplatte (Sdp)
ergibt sich eine genau definierte Ausgangsposition, welche andererseits ein zuverlässiges Positionieren in den programmierten Bestückpositionen
eines Substrates ermöglicht.
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